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聲明
本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預

測資訊。本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務展

望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能

來自於各種本公司無法掌控之風險因素。

本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對

於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或

更新。

本公司並未作任何明示或暗示聲明或保證，請勿仰賴本資料中所呈現或

所包含之資訊之正確性、公正性或完整性。本資料不構成證券發行邀約。
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核心技術
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技術基本原理
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SpiroxLTS（蔚華雷射斷層掃描技術，LTS: Laser Tomography Scan）為利用近紅外光雷射

聚焦於待測物所產生之非線性訊號光(稱為K1, K2, K3訊號光)，來檢測待測物，其中K1訊號光

為可見光，用來檢測不同折射率材質之介面。 K2訊號光為近紅外光，用來檢測待測物表面樣

貌。K3訊號光也是可見光用來檢測待測物晶格之不對稱性。其掃描方式為以聚焦點循序掃描

來描出單一層面的影像訊息，再將每一層面的訊息堆疊成3D影像，與電腦斷層掃描 (CT) 概

念類似，因此稱為雷射斷層掃描。

激發光源 近紅外雷射光

訊號光 K1訊號光（可見光） K2訊號光（近紅外光） K3訊號光（可見光）

應用領域 不同材料介面 表面樣貌 晶格結構不對稱

實例

• TSV蝕刻孔(矽與空氣介面)

• TSV孔壁缺陷檢測

• TSV孔底殘留物檢測

• TGV雷射改質(被改質與未被改質區域)

• TGV蝕刻孔(玻璃與空氣介面)

• TGV玻璃表層與內部裂隙

• TSV盲孔孔深、孔徑量測

• TSV孔底金屬鍍層完整度檢測

• 表面狀態

• 結構檢測

• 化合物半導體( SiC, GaN, 

etc.)的晶體缺陷例如

MP/SF/BPD/TSD等

• SiC晶圓隱裂面(SiC晶錠切

割應用)
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蔚華雷射斷層掃描運作示意
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激發光 K1訊號光

蝕刻孔雷射改質孔

斷層面的深度

400 μm

400 μm

蝕刻孔 LTS

雷射改質孔 LTS

雷射激發光經物鏡聚焦，當待測物有介面出現時會被

激發出K1訊號，並經由物鏡回收訊號，使其每個點都

被記錄下來，訊號強度為對比於界面材質的變化程度。

沿深度截取影像，即形成雷射斷層掃描（LTS）。

斷層掃描面

玻璃基板
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技術優勢
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1. 非破壞性檢測

2. 對透光材料量測的獨特性

對TSV、TGV 、 SiC 穿孔做非破壞性檢測，資料可大量追溯改善製程參數提升良率。

舉TSV為例子，SpiroxLTS ®非破壞性的大量檢測TSV孔的每個單孔的孔深，上中下整孔孔徑，
孔壁缺陷以及孔壁孔底的殘留物等。目前市場上以非破壞性方式只能以OCT方式檢測到一小
區域內TSV的平均孔深，無法取得單孔訊息，其他量測都要靠FIB來切片再用SEM來量測，
耗時且資料量少。有大量單孔孔深訊息對於蝕刻機參數調整有極大幫助，並能隨時確保蝕刻機穩定度。

另外，對TGV製程中雷射改質、蝕刻孔腰身、深度、孔壁粗糙度、鍍銅高度與玻璃裂痕等量測，
都是市場唯一工具

有別於市場上AOI工具皆採反射入射光成像方式，容易受透明材料散射干擾造成影像失真，

SpiroxLTS®以近紅外光入射收可見光訊號成像，對於能透可見光材料如SiC、玻璃等材料

能更清楚準確量測。
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3. 對SiC等透明晶體材料能同時運用K1與K3訊號光將SiC結構變化做最清楚量測

4. 具未來性：對CPO元件如光波導量測

因SiC為透明材料，與玻璃一樣用一般AOI不易量測清楚，因此SpiroxLTS®技術可將在量

測TGV上的優勢用於SiC interposer，相較於玻璃，SiC為晶體材料，除K1訊號外，我們更

能佐以K3訊號，將SiC的雷射改質孔、蝕刻孔、雷射直接鑽孔量測的更清楚。

目前雷射改質應用在SiC上容易造成晶格裂痕，更需要仰賴SpiroxLTS®來協助抓出最佳參

數組合，直接雷射打孔的孔壁粗糙度也需要SpiroxLTS®設備才能非破壞量測清楚。

市場開始有客戶研究利用雷射改質將光波導做於玻璃內部，也有量測SiO2光波導入射面

角度需求，SpiroxLTS®可量測在玻璃內由雷射改質形成的光波導結構，並透過3D成像進

行觀察。

技術優勢
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產品

9

應用 TGV TSV 先進創新

型號

SP8000G SP8000S-Standard , Opt.001 & 002 SP8000A

品名 非破壞性TGV雷射改質檢測系統 非破壞性TSV檢測系統 雷射掃描共焦量測開發平台

產品特色

 雷射改質：2D斷層+3D堆疊+具深

度資訊的動態影像

 蝕刻孔：2D斷層／3D影像，量測

頂部臨界尺寸 、腰部臨界尺寸 、

底部臨界尺寸 、深度、真圓度與粗

糙度

 孔壁粗糙度量測與裂痕檢測

 種子層與電鍍層高度分佈檢測

 TSV 形貌與 CD 檢測：孔壁缺

陷檢測的2D 斷層 / 3D 堆疊

 高深寬比結構之快速深度取樣

AWU 評估

 孔底殘留物檢測

 高彈性模組化平台：光學顯微、

掃描式雷射共焦與訊號擷取／分

配模組整合

 拉曼與 PL 光譜量測，支援 PL／

反射 2D／3D 成像

 多元量測能力：材料分析、生醫

掃描與反射式共焦應用



Spirox Confidential

專利與認證
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專利與認證

• 超過50項，涵蓋美國、歐洲、日本、韓國、台灣、中國多項發明專利

申請中

• 已取得台灣、美國、歐洲SpiroxLTS®商標註冊

• SP8000G已取得歐盟CE認證及SEMI / S2認證
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財務數據
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合併損益表(YoY & QoQ)摘要
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1. 公司正處於轉型期，致力於自主研

發先進光學產品，進軍CoWoS先

進封測市場，尤其是在TSV/TGV檢

測應用領域，已獲得來自Fab廠客

戶的正式訂單。

公司掌握創新技術-雷射斷層掃描技

術SpiroxLTS®，已提交十餘項發明

專利申請，並陸續獲得批准。

2. 清晰市場定位、鎖定特定客戶群也

接受送樣代測及與接單Fab廠IPQC

產程緊密合作；讓客戶熟悉首次應

用 蔚華創新技術SpiroxLTS®即時

掌握品質及降低成本， 未來期能獲

得更多客戶採用並帶來公司實質貢

獻。
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合併資產負債表摘要
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一. 114年第三季底整體資產負債各項目餘額明顯與

113年底各項目餘額相比下降，合併總資產項目

減少5.04億、合併總負債項目減少1.61億。

二. 整體財務比率，截至114年9月底合併流動資產

項目餘額1,292M及合併流動負債項目餘額175M，

負債比下降到15%及流動比率拉高到737%，主

要是

1) 現金及約當現金餘額10.15億占比

合併總資產為高比率48.5%；

2) 營業活動淨現金流出92M相較113年淨流

出211M, 已明顯下降；

3) 借款淨還款60M ， 餘額為16M。

三. 接著期待自有光學產品業務展開，總資產周轉率

及營運資金周轉率能隨之上升。



Spirox Confidential

問與答
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Thank you.


